:{j Diotec

Semiconductor BYG20D ... BYG20]
Characteristics Kennwerte
Forward voltage _ -ro F=1A <13V
Durchlass-Spannung Ti=25%C IF=15A Ve <14V
Leakage current T; = 25°C Ve =V I <1pA
Sperrstrom T, =100°C ‘'R~ R R < 50 pA
Reverse recovery time Ir = 0.5 A through/iber t <75ns
Sperrverzug R=1Atolr=0.25A "

Typ. thermal resistance junction-ambient — Typ. Warmewiderstand Sperrschicht-Umgebung Rina 100 K/W 1)
Typ. thermal resistance junction-terminal — Typ. Warmewiderstand Sperrschicht-Anschluss Runr 30 K/W
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Rated forward current vs. temp. of the terminals
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Typ. instantaneous leakage current vs. rev. voltage Junction capacitance vs. reverse voltage (typical)
Typ. Sperrstrom (Augenblickswert) . Sperrspannung Sperrschichtkapazitat in Abh. v.d. Sperrspg. (typ.)
Disclaimer: See data book page 2 or website
Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet
1 Mounted on P.C. board with 25 mm? copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm? Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschluss
2 http://www.diotec.com/ © Diotec Semiconductor AG
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